Plating DE-221

Descrigéo:

Plating DE-221 é um desengraxante alcalino, altamente sequestraste para condicionar e remover
oxidos, manchas de ferrugem, escamas de solda sobre pecas de aco. Plating DE-221 remove facilmente
as sujeiras comuns, condicionando outras sujeiras mais persistentes para sua posterior remogdo na
ativacdo acida. Plating DE-221 foi formulado de forma balanceada, isento de fosfatos, acrescido de
agentes complexantes, detergentes e condicionadores sendo uma perfeita escolha para pecas de arame ,
tubulares soldadas e brazadas.

Condic¢des Operacionais:

Plating DE-221 60 - 100 g/l
Temperatura 60-90 °C

Densidade de Corrente 5 — 15.Aldm? (anddica/catodica)
Voltagem 8 — 12 Volts

Tempo 1-2 ' minutos

Plating DE-221 podera ser utilizado no reprocessamento.de pecas niqueladas, como desengraxante
catodico, com adicdo de CIANETO DE SODIO, de acordo com a indicacao abaixo:

Plating DE-221 45— 80 g/l
CIANETO DE SODIO 45-60 g/l
Temperatura ambiente
Densidade de Corrente 2,5— 3,5 A/ldm*” (catodica)
Tempo 1-2 minutos

Tratamento de Efluentes:

Quando utilizar CIANETO DE SODIO no produto, para fazer a neutralizacdo dos efluentes, estes
deverdo ser tratados de maneira similar a um banho de zinco cianidrico Nunca misture efluentes acidos
com este descarte.

InformacGes de Seguranca:

Plating DE-221 € um produto alcalino. Evitar contato com pele e olhos. Em caso de contato
acidental, lavar a regido afetada com agua em excesso. Aplicar uma solucdo de Acido Bdrico para

neutralizar.

As informacdes contidas neste Boletim Técnico, sdo baseadas em nossa tecnologia e
Know-how do processo, incluindo operacdes de campo e praticas de laboratorio.

Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que

mantidas as condicdes de validade e embalagens originais o que comprovem a auséncia de
adulteracéo do produto. Durante a utilizagcdo do processo nem sempre podemos
exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situacéo de
operacionalizagdo é particular e especifica a necessidade de cada Cliente.




